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1.0 目的 

指导操作员掌握正确的清洗要求及工艺流程，使焊接区域获得良好的清洗效果，达到品质之要求。 

2.0  适应范围 

适用于欧比特公司立体封装模块焊接后的清洗。 

3.0  内容 

3.1 清洗剂的选择 

     清洗剂应无腐蚀性和非导电性，不降解部件或材料。 

3.1.1 建议使用的清洗剂有： 

 乙醇（纯度 95%或 99.5%）； 

 异丙醇（纯度 99%）； 

 去离子水； 

 如需要其它清洗剂可咨询欧比特公司。 

3.1.2 清洗建议： 

1) 清洗剂清洗 

 最简单实用的方法是用浸有微量乙醇或异丙醇的医用脱脂棉轻轻擦洗管脚，将管脚上的助焊剂清

洗干净。 

 使用防静电毛刷浸取乙醇或异丙醇轻轻刷洗模块侧面焊接部位，直到干净为止。如不干净可增加

刷洗次数。如果模块与模块的间距比较小，要选用特定的刷子。 

2) 去离子水清洗 

使用以上清洗剂完成后再用去离子水把组件和模块冲洗干净，或使用喷淋、漂洗方式洗干净。也可

直接浸入去离子水中轻轻刷洗模块引脚焊接部位和模块表面，直到干净为止。一般使用 2～3 道去

离子水清洗，确保器件清洗干净。 

3.1.3 水分吹干 

使用气枪和洁净空气将组件和模块表面的水分吹干净（适当气压），如无洁净空气也可以使用吹风筒

（但要避免温度过高）。如果模块表面的水分没有吹干就使用烤箱烘烤，模块表面可能会出现水印等现象，

虽然不影响使用，但会影响模块表面外观的美观性。 

3.1.4 组件烘烤 

将组件水分吹干净后进行水分烘烤（根据条件选择以下的其中一种烘烤方法）。 

1） 对流烤箱烘烤：烘烤温度 80℃，烘烤时间 8 小时。 

2） 真空烤箱真空烘烤：烘烤温度 100℃，烘烤时间 96 小时。 
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以上 2 种方法是模块水分烘烤的最低要求，航空航天产品推荐的是第二种方法（真空烘烤）。 

3.1.5 注意事项 

1) 无论使用何种清洗方法，清洗时器件不能长时间浸泡在液体中，连续浸泡时间不要超过 5 分钟。 

2) 低闪点易燃清洗剂的使用环境和工作场所应通风良好，远离火源及明火，禁止火花和禁止吸烟。只

适合浸泡或刷洗，不适合气相、超声波清洗。 

3) 因清洗剂挥发快，下班时或长时间不再使用的情况下，应密封保存，避免挥发（放置阴凉干燥处）。 

4) 无论使用何种清洗方法，拿取模块时都要做好静电的防护措施，清洗时戴上耐酸碱胶手套。 

4.0 关于解决立体封装模块电装后模块出现颜色异常等的建议 

4.1  欧比特公司推荐的清洗剂：型号 SJ-202。 

4.2  使用去离子水，按照清洗剂配比要求兑配，清洗液调配比例为：SJ-202 为 3％～5％，其余为去离子

水，比如：去离子水 1000ml, SJ-202 为 30～50ml。使用工具为量杯。 

4.3 清洗 

将清洗槽清洁干净，向槽内加入兑配好的清洗剂，用玻璃棒轻轻搅拌使清洗液均匀。清洗液温度在 40℃

左右。 

1) 手工清洗 

 清洗时要正确合理摆放清洗工件，且避免相互重叠损伤模块； 

 戴上防静电乳胶手套，用防静电刷子浸取清洗液在模块表面颜色异常的地方轻轻刷洗 6 个回合左

右，力度要适中，避免损伤模块，完成后尽快进行下一道工序的冲洗或喷淋洗。 

2) 去离子水冲洗 

使用去离子水冲洗或喷淋洗的方式将整个组件和模块清洗干净。为了避免冲洗或喷淋洗不彻底，一般

使用 2～3 道去离子水清洗，确保模块清洗干净，完成后尽快进行下一道工序的水分吹干。 

4.4 注意事项 

型号 SJ-202 的清洗剂只适用于立体封装模块电装后模块出现颜色异常的清洗，不能作为其它部件的清

洗。清洗时器件不能长时间浸泡在液体中，连续浸泡时间不要超过 5 分钟。 

 

4.5 水分吹干 

使用气枪和洁净空气将组件和模块表面的水分吹干净（适当气压），如无洁净空气也可以使用吹风筒

（但要避免温度过高）。如果模块表面的水分没有吹干就使用烤箱烘烤，模块表面可能会出现水印等现象，

虽然不影响使用，但会影响模块表面外观的美观性。 
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4.6 组件烘烤 

将组件水分吹干净后进行水分烘烤（根据条件选择以下的其中一种烘烤方法）。 

1） 对流烤箱烘烤：烘烤温度 80℃，烘烤时间 8 小时。 

2） 真空烤箱真空烘烤：烘烤温度 100℃，烘烤时间 96 小时。 

以上 2 种方法是模块水分烘烤的最低要求，航空航天产品推荐的是第二种方法（真空烘烤）。 

5.0 其它 

如果需要欧比特公司提供相关清洗剂，可向欧比特公司咨询。 

6.0 变更记录 

6.1 新版本文件发布后，所有规定或者建议以新版本为准，对应的旧版本规定和建议作废。 

6.2 如有可能，请将旧版本回收给欧比特公司。 

6.3 本规范的最终解释权归欧比特公司所有。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


